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内容概要

　　《电子技术工艺基础》介绍了安全用电的基本常识、焊接技术的具体操作和表面贴装技术、常用
元器件的测试、电子装配工艺的要求及调试、手工设计印制电路板、计算机辅助设计印制电路板、电
路仿真、电子技术工艺文件等具体内容，具有一定的实用性。
　　《电子技术工艺基础》注重理论与实践相结合，书中用具体的实例和详细的说明，加深读者对该
书内容的认识与掌握。
其内容通俗易懂，知识面宽，注重实用，语言精练，适用于灵活教学。
　　《电子技术工艺基础》可作为各高等学校理工科及相关专业学生电子工艺实习的教材，还可适用
于不同教学条件和教学要求的职业教育和技术培训机构作为参考资料。
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